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１．概要（Summary） 

本検討では、ウェハパターンめっきの形状・形態を 

解析し、品質の維持、管理を目的とする。 

今回、共同研究開発センターの装置を利用し、 

めっきパターン形状、形態の観察、解析を行い、 

めっき種が違う場合の、サイドエッチング量を調査した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

走査型電子顕微鏡 

 

【実験方法】 

めっきパターン形成済みの小片ウェハにて、 

① めっきパターン形状観察 

② サイドエッチ量測定（Ti/Cu） 

 

・観察    SEM 

・サンプル状態 

 Ti/Cu/Ni/Au 

 Ti/Cu/Ni/はんだ 

上記のめっき形成済みのサンプルを準備し、 

外観形状状態と、サイドエッチング量（Ti/Cu エッチング 

通常条件＋50％）で観察をおこなった。 

サイドエッチング量は、パターン被膜を剥がし、パターン

の裏側を観察。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

①めっきパターン形状観察結果 

・Au パターン 

大きな形状変化は確認されなかった。 

定期的に変化がないか観察を行っていく。 

・はんだパターンは 

テーパ型の想定をしていたが、Niの側面形状が 

樽型になっていた。 

今後、レジスト被膜有りの状態での観察を行い 

レジスト形状によるものか、めっき後の処理による影響

であるかの確認を取り進める 

②サイドエッチング量 

・Au パターン  

Cuサイドエッチング量 片側約 10μm 

Ti サイドエッチング量 片側約 0.5μm 

異常がないことを確認した。 

・はんだパターン 

確認できていない為、引き続き取り進める。 
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